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[LO1] IC-EMC, a freeware dedicated to electromagnetic

Logiciels

[LO2] IC-EMC, a freeware dedicated to electromagnetic
compatibility of integrated circuits. Version 2.9, 2017,

compatibility of integrated circuits. Version 2.5, 2011,
WWWw.ic-emc.org.

Projets de recherche

WWWw.ic-emc.org.

Année Nom Durée | Financement | Responsabilité Partenaires
(mois)

2007-10 | EPEA (EMC Platform for | 36 FUI - 100 k€ Participant Airbus, EADS-IW, INSA de Toulouse,

Embedded Applications) Nexio, ATMEL, IRSEEM-ESIGELEC,
Thales, Humirel, Siemens VDO,
ESEO

2007-10 | CNES Nanospace — Eval. | 36 R&T CNES — 30 | Porteur et | CNES, INSA Toulouse, LAAS-CNRS,
De la fiabilité des k€/an participant IMS Bordeaux
composants
submicronigues

2008-11 EMRYC - | 24 Région Midi- | Porteur et | CNES, Freescale, Nexio, INSA
(ElectroMagnetic Pyrénées — 35 | participant Toulouse
Reliability of integrated k€/an
Circuits)

2009-13 | EMRIC (Long term | 48 ANR Jeunes | Porteur — | INSA Toulouse
ElectroMagnetic Chercheurs - | responsable
Robustness of nanoscale 228 k€ work package,

Integrated Circuits) encadrement
thése et
ingénieur

2010-12 | ROSIE (Robustesse des | 24 Région Midi- | Porteur INSA Toulouse, LAAS, Freescale
Oscillateurs aux Pyrénées — 90 Semiconductor
Inteférences k€/an
Electromagnétiques)

2012-15 | E-Mata-Hari (Analyse | 36 ANR, prog. | Responsable LAAS-CNRS, IES Montpellier, LIRRM,
électromagnétique, Ingénierie work package, | CEA Tech, Freescale Semiconductor,
déchiffrement et ingénierie Numeérique et | encadrement Safran Morpho
inverse de circuits Sécurité — 104 | ingénieur
intégrés) k€

2012-15 | AUTOMICS (Pragmatic | 36 Europe FP7 - | Participant, co- | LAAS-CNRS, UPMC, EPFL,
approach to parasitic- 250 k€ encadrant de | Continental, Valeo, AMS, ST
aware optimization  of thése, Microelectronic, ADMOS
electronic Ics for encadrement
automotive) ingénieur

2013-14 | Etude CEM d’'un module | 24 Contrat de | Expertise Valeo
caméra assemblé en collaboration
technologie Package-on- R&D Valeo
Package

2014-17 Robustesse électronique 48 IRT Saint- | Participant, co- | IRT Saint-Exupéry, LAAS-CNRS, IMS,

Exupéry — 100 | encadrant de | Airbus, Continental Automotive, Nexio,
k€ thése Thales Alinea Space

2016-18 | MECA (MicroElectronics | 36 ERASMUS+ Participant Technical University of Sofia, INSA
Cloud Alliance) Knowledge Toulouse, Politecnico di Torino,

Alliances for Universidad Nacional de Educacion a

Higher Distancia, AMG Technology OOD,

Education — 126 INES, eWorks GmbH, Universitatea

k€ Politehnica din  Bucuresti, Open
Universiteit Nederlan, Technische
Universitaet Berlin, INOMA
Renovables.

2017-20 | FELINE (Fiabilité | 48 IRT Saint- | Participant, co- | IRT Saint-Exupéry, LAAS-CNRS, IMS,
Electronique IntégréE) Exupéry — 120 | encadrant de 2 | Airbus,  Continental  Automotive,

k€

théses
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Safran Tech, Liebherr-Aerospace,
ACTIA Automotive

2019- Laboratoire commun CEA - 10 k€/an | Participant, co- | CEA Gramat, LAAS
LICUR (Laboratoire de encadrement
Recherche Conventionné de thése
sur L’Instrumentation et les
Capteurs Ultra-Rapides)

2020-21 | Nanoscan 18 R&T CNES - 30 | Porteur CNES
(Dimensionnement, k€/an
optimisation et qualification
CEM des architectures
électroniques modulaires)

2021 Laboratoire commun NXP Responsable NXP  Semiconductors, LAPLACE,
SEMA (Systemes Semiconductors | work package, | LAAS
Embarqués pour la — 10 k€/an encadrement
Mobhilité Autonome) de thése

2021-24 | Optimisation des | 36 CIFRE NXP | Encadrement NXP Semiconductors
performances en CEM Semiconductors | de these
d’un circuit de surveillance - 30 k€
de batterie (BMS)

2022 Etat de Tlart sur le |6 EDF — 25 k€ Expertise EDF
vieillissement des
protections CEM

2023-25 | Nanoscan 2 24 R&T CNES - 45 | Porteur CNES
(Dimensionnement, k€
optimisation et qualification
CEM des architectures
électroniques modulaires)

2023-26 Etude et réalisation d'une | 36 CEA Gramat — | Porteur, CEA Gramat
méthodologie de 38 k€ encadrement
susceptibilité champ de thése
proche hyperfréquence

2023-26 | Méthodologie d’évaluation | 36 CIFRE EDF - | Porteur, EDF
des risques de CEM a long 60 k€ encadrement
terme des cartes de thése
électroniques des
systemes de controle-
commande
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